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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子実装用の基板であって、対向する第１主面と第２主面とにそれぞれ導体パタ
ーンを有する基板と、
　対向する第１面及び第２面を有し、上記第１主面における導体パターンに上記第２面を
接合した接合領域を有する板状電極部材と、を備え、
　上記板状電極部材は、上記第１面に凹部を上記第２面に凸部をそれぞれ有し、この凹部
及び凸部は、当該板状電極部材の厚み方向において上記接合領域を上記第１面及び上記第
２面に投影した投影領域に位置し、
　上記凸部は、半円球状又は角柱形状である、
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　半導体素子実装用の基板であって、対向する第１主面と第２主面とにそれぞれ導体パタ
ーンを有する基板と、
　対向する第１面及び第２面を有し、上記第１主面における導体パターンに上記第２面を
接合した接合領域を有する板状電極部材と、を備え、
　上記板状電極部材は、上記第１面に凹部を上記第２面に凸部をそれぞれ有し、この凹部
及び凸部は、当該板状電極部材の厚み方向において上記接合領域を上記第１面及び上記第
２面に投影した投影領域に位置し、
　上記板状電極部材は、当該板状電極部材の厚み方向において上記凹部と上記凸部とを貫
通する穴を有する、
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　半導体素子実装用の基板であって、対向する第１主面と第２主面とにそれぞれ導体パタ
ーンを有する基板と、
　対向する第１面及び第２面を有し、上記第１主面における導体パターンに上記第２面を
接合した接合領域を有する板状電極部材と、を備え、
　上記板状電極部材は、当該板状電極部材の端部に設けた複数の切り込み間に位置する切
欠き片を折り曲げた状態の舌片を上記接合領域に有する、
ことを特徴とする半導体装置。
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【請求項４】
　半導体素子実装用の基板であって、対向する第１主面と第２主面とにそれぞれ導体パタ
ーンを有する基板と、
　対向する第１面及び第２面を有し、上記第１主面における導体パターンに上記第２面を
接合した接合領域を有する板状電極部材と、を備え、
　上記板状電極部材は、上記接合領域に切欠き部を有し、かつ、上記接合領域における当
該板状電極部材の断面積が接合領域外における当該板状電極部材の断面積に比して同じあ
るいは小さい、
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　上記基板の第１主面、上記接合領域、及び上記板状電極部材を封止する封止材をさらに
備える、請求項１から４のいずれか１項に記載の半導体装置。


	header
	written-amendment

